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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成26年3月13日(2014.3.13)

【公開番号】特開2012-172970(P2012-172970A)
【公開日】平成24年9月10日(2012.9.10)
【年通号数】公開・登録公報2012-036
【出願番号】特願2011-31711(P2011-31711)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｃ  19/5628   (2012.01)
   Ｈ０３Ｈ   9/02     (2006.01)
   Ｈ０３Ｈ   3/04     (2006.01)
   Ｈ０３Ｈ   9/19     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/09     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/22     (2013.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/187    (2006.01)
   Ｇ０１Ｃ  19/5621   (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｃ  19/56    １２８　
   Ｈ０３Ｈ   9/02    　　　Ｋ
   Ｈ０３Ｈ   3/04    　　　Ｂ
   Ｈ０３Ｈ   9/02    　　　Ａ
   Ｈ０３Ｈ   9/19    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  41/08    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  41/08    　　　Ｚ
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   Ｈ０１Ｌ  41/18    １０１Ａ
   Ｈ０１Ｌ  41/18    １０１Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  41/18    １０１Ｂ
   Ｇ０１Ｃ  19/56    １２１　

【手続補正書】
【提出日】平成26年1月28日(2014.1.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の主面に能動領域を含んでいる半導体基板と、
　振動部、および、前記振動部に設けられている質量調整部、を含む振動素子と、を備え
、
　前記半導体基板の前記一方の主面側に前記振動素子が配置されている振動デバイスであ
って、
　前記半導体基板の前記一方の主面側からの平面視で、前記半導体基板の前記一方の主面
の前記能動領域とは異なる領域と重なる領域に、前記質量調整部が配置されていることを
特徴とする振動デバイス。
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【請求項２】
　請求項１に記載の振動デバイスにおいて、
　前記半導体基板の前記一方の主面側からの平面視で、前記半導体基板の前記一方の主面
側の、前記能動領域と前記一方の主面側における前記質量調整部に重なる領域との間に、
ガードリングが設けられていることを特徴とする振動デバイス。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の振動デバイスにおいて、
　前記半導体基板の前記一方の主面側からの平面視で、前記半導体基板の前記一方の主面
と前記振動素子との間の、前記質量調整部と重なる領域に、レーザー光を減衰させる膜が
設けられていることを特徴とする振動デバイス。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の振動デバイスにおいて、
　前記半導体基板の前記一方の主面側に外部接続端子を備え、
　前記振動素子が、前記外部接続端子を介して前記半導体基板に保持されていることを特
徴とする振動デバイス。
【請求項５】
　請求項４に記載の振動デバイスにおいて、
　前記半導体基板と前記外部接続端子との間に応力緩和層が設けられていることを特徴と
する振動デバイス。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載の振動デバイスにおいて、
　前記半導体基板の前記一方の主面側に設けられ、前記外部接続端子に電気的に接続され
ている第１の電極と、
　前記第１の電極と前記外部接続端子との間を電気的に接続し、前記一方の主面側に設け
られている再配置配線と、を備えることを特徴とする振動デバイス。
【請求項７】
　請求項４ないし請求項６のいずれか一項に記載の振動デバイスにおいて、前記外部接続
端子は、突起電極であることを特徴とする振動デバイス。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載の振動デバイスにおいて、
　前記振動素子の前記振動部が、駆動用振動部と、検出用振動部とを含むことを特徴とす
る振動デバイス。
【請求項９】
　請求項１ないし請求項８のいずれか一項に記載の振動デバイスと、
　前記振動デバイスを収納するパッケージと、を備えていることを特徴とするモーション
センサー。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項８のいずれか一項に記載の振動デバイスと、
　複数の前記振動デバイスを収容するパッケージと、を備え、
　前記複数の振動デバイスは、前記各振動素子の主面同士の成す角度が略直角となるよう
に前記パッケージ内に配置され収容されていることを特徴とするモーションセンサー。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のモーションセンサーにおいて、
　少なくとも１つの前記振動素子の主面は、前記パッケージの外部部材に接続される被接
続面と略平行であることを特徴とするモーションセンサー。
【請求項１２】
　一方の主面に能動領域を含んでいる半導体基板と、
　振動部、および、前記振動部に設けられている質量調整部、を含む振動素子と、を備え
、
　前記半導体基板の前記一方の主面側に前記振動素子が配置され、前記半導体基板の前記
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一方の主面側からの平面視で、前記半導体基板の前記一方の主面の前記能動領域とは異な
る領域と重なる領域に、前記質量調整部が配置されている振動デバイスの製造方法であっ
て、
　前記半導体基板の前記一方の主面側に前記振動素子を接続する振動素子接続工程と、
　前記振動素子接続工程の後で、前記質量調整部にレーザー光を照射することにより、前
記質量調整部の質量を調整する調整工程と、を含むことを特徴とする振動デバイスの製造
方法。
【請求項１３】
　一方の主面に能動領域を含んでいる半導体基板と、
　振動部、および、前記振動部に設けられている質量調整部、を含む振動素子と、を備え
、
　前記振動部は、駆動用振動部と、検出用振動部とを含み、
　前記半導体基板の前記一方の主面側に前記振動素子が配置され、前記半導体基板の前記
一方の主面側からの平面視で、前記半導体基板の前記一方の主面の前記能動領域とは異な
る領域と重なる領域に、前記質量調整部が配置されている振動デバイスの製造方法であっ
て、
　前記振動素子を前記半導体基板と接続する前に、前記駆動用振動部の前記質量調整部と
、前記検出用振動部の前記質量調整部とに、レーザー光を照射して前記質量調整部の質量
を調整することにより、前記駆動用振動部の振動周波数と、前記検出用振動部の振動周波
数との差を補正する離調周波数調整工程と、
　前記半導体基板の前記一方の主面側に前記振動素子を接続する振動素子接続工程と、
　前記振動素子接続工程の後で、前記駆動用振動部の前記質量調整部にレーザー光を照射
することにより、前記振動素子が慣性力を受けていない状態において前記駆動用振動部を
振動させたときに、前記検出用振動部が振動しないように前記駆動用振動部の前記質量調
整部の質量を調整する周波数調整工程と、を含むことを特徴とする振動デバイスの製造方
法。
【請求項１４】
　請求項１ないし請求項８のいずれか一項に記載の振動デバイス、または請求項９ないし
請求項１１のいずれか一項に記載のモーションセンサーを備えていることを特徴とする電
子機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態または適用例として実現することが可能である。
　本発明のある形態に係る振動デバイスは、一方の主面に能動領域を含んでいる半導体基
板と、振動部、および、前記振動部に設けられている質量調整部、を含む振動素子と、を
備え、前記半導体基板の前記一方の主面側に前記振動素子が配置されている振動デバイス
であって、前記半導体基板の前記一方の主面側からの平面視で、前記半導体基板の前記一
方の主面の前記能動領域とは異なる領域と重なる領域に、前記質量調整部が配置されてい
ることを特徴とする。
　本発明のある別の形態に係る振動デバイスは、前記半導体基板の前記一方の主面側から
の平面視で、前記半導体基板の前記一方の主面側の、前記能動領域と前記一方の主面側に
おける前記質量調整部に重なる領域との間に、ガードリングが設けられていることを特徴
とする。
　本発明のある別の形態に係る振動デバイスは、前記半導体基板の前記一方の主面側から
の平面視で、前記半導体基板の前記一方の主面と前記振動素子との間の、前記質量調整部
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と重なる領域に、レーザー光を減衰させる膜が設けられていることを特徴とする。
　本発明のある別の形態に係る振動デバイスは、前記半導体基板の前記一方の主面側に外
部接続端子を備え、前記振動素子が、前記外部接続端子を介して前記半導体基板に保持さ
れていることを特徴とする。
　本発明のある別の形態に係る振動デバイスは、前記半導体基板と前記外部接続端子との
間に応力緩和層が設けられていることを特徴とする。
　　本発明のある別の形態に係る振動デバイスは、前記半導体基板の前記一方の主面側に
設けられ、前記外部接続端子に電気的に接続されている第１の電極と、前記第１の電極と
前記外部接続端子との間を電気的に接続し、前記一方の主面側に設けられている再配置配
線と、を備えることを特徴とする。
　本発明のある別の形態に係る振動デバイスは、前記外部接続端子は、突起電極であるこ
とを特徴とする。
　本発明のある別の形態に係る振動デバイスは、前記振動素子の前記振動部が、駆動用振
動部と、検出用振動部とを含むことを特徴とする。
　本発明のある形態に係るモーションセンサーは、上述の振動デバイスと、前記振動デバ
イスを収納するパッケージと、を備えていることを特徴とする。
　本発明のある別の形態に係るモーションセンサーは、請求項１ないし請求項８のいずれ
か一項に記載の振動デバイスと、複数の前記振動デバイスを収容するパッケージと、を備
え、前記複数の振動デバイスは、前記各振動素子の主面同士の成す角度が略直角となるよ
うに前記パッケージ内に配置され収容されていることを特徴とする。
　本発明のある別の形態に係るモーションセンサーは、少なくとも１つの前記振動素子の
主面は、前記パッケージの外部部材に接続される被接続面と略平行であることを特徴とす
る。
　本発明のある形態に係る振動デバイスの製造方法は、一方の主面に能動領域を含んでい
る半導体基板と、振動部、および、前記振動部に設けられている質量調整部、を含む振動
素子と、を備え、前記半導体基板の前記一方の主面側に前記振動素子が配置され、前記半
導体基板の前記一方の主面側からの平面視で、前記半導体基板の前記一方の主面の前記能
動領域とは異なる領域と重なる領域に、前記質量調整部が配置されている振動デバイスの
製造方法であって、前記半導体基板の前記一方の主面側に前記振動素子を接続する振動素
子接続工程と、前記振動素子接続工程の後で、前記質量調整部にレーザー光を照射するこ
とにより、前記質量調整部の質量を調整する調整工程と、を含むことを特徴とする。
　本発明のある形態に係る振動デバイスの製造方法は、一方の主面に能動領域を含んでい
る半導体基板と、振動部、および、前記振動部に設けられている質量調整部、を含む振動
素子と、を備え、前記振動部は、駆動用振動部と、検出用振動部とを含み、前記半導体基
板の前記一方の主面側に前記振動素子が配置され、前記半導体基板の前記一方の主面側か
らの平面視で、前記半導体基板の前記一方の主面の前記能動領域とは異なる領域と重なる
領域に、前記質量調整部が配置されている振動デバイスの製造方法であって、前記振動素
子を前記半導体基板と接続する前に、前記駆動用振動部の前記質量調整部と、前記検出用
振動部の前記質量調整部とに、レーザー光を照射して前記質量調整部の質量を調整するこ
とにより、前記駆動用振動部の振動周波数と、前記検出用振動部の振動周波数との差を補
正する離調周波数調整工程と、前記半導体基板の前記一方の主面側に前記振動素子を接続
する振動素子接続工程と、前記振動素子接続工程の後で、前記駆動用振動部の前記質量調
整部にレーザー光を照射することにより、前記振動素子が慣性力を受けていない状態にお
いて前記駆動用振動部を振動させたときに、前記検出用振動部が振動しないように前記駆
動用振動部の前記質量調整部の質量を調整する周波数調整工程と、を含むことを特徴とす
る。
　本発明のある形態に係る電子機器は、上述の振動デバイス、または上述のモーションセ
ンサーを備えていることを特徴とする。
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